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每周资讯|央行启用隔夜逆回购并开展万亿元买断式逆回购；国务院常务会议部署AI建设；礼鼎半导体向港交所提交上市申请..
1、 行业
央行新增隔夜逆回购并开展万亿元买断式逆回购，保持流动性合理充裕
6月29日，中国人民银行首次在公开市场操作中启用隔夜逆回购操作品种，当日开展3000亿元隔夜逆回购和1575亿元7天期逆回购；6月30日，央行继续开展6000亿元隔夜逆回购和695亿元7天期逆回购，进一步丰富短端流动性管理工具。7月6日，央行开展1万亿元3个月期买断式逆回购操作，在该期限品种当月有8000亿元到期背景下实现加量续作，结束此前连续3个月缩量进程。业内人士认为，隔夜逆回购与买断式逆回购配合使用，有助于精准平抑跨季及政府债发行带来的资金波动，维持市场流动性合理充裕，对电子信息制造、高端扩产及先进制造投资形成稳定金融环境。（中国人民银行）

国务院常务会议部署人工智能发展，加快超大规模智算集群建设
6月29日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，并审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》等文件。会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。会议要求深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。智算集群与AI终端加速落地将持续拉动AI服务器、交换机、光模块及配套高端PCB、IC载板和高速覆铜板需求。（新华社）

工信部：前5个月规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%
7月5日，人民日报海外版援引工业和信息化部数据报道，2026年前5个月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高9.2和1.5个百分点。主要产品中，智能手机产量4.77亿台，同比增长3.3%；集成电路产量2286亿块，同比增长25.4%。1—5月，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长6.1%，其中5月出口交货值同比增长9.9%；前5个月行业实现营业收入7.52万亿元，同比增长17.1%，实现利润总额4220亿元，同比增长1.04倍；固定资产投资同比增长6.7%，较1—4月提高1.3个百分点。电子信息制造业生产、出口、效益和投资同步改善，为PCB、电子材料和设备环节提供需求支撑。（工信部）

2、 市场
2026年1至5月份我国机器人规上企业营业收入突破900亿元，同比增长26.9%
7月6日，2026世界机器人大会新闻发布会召开。工信部装备工业一司副司长郝立顺介绍，今年1至5月，我国机器人规模以上企业营业收入突破900亿元，同比增长26.9%，近五年年均增速超20%，较“十三五”时期年均增速提升约5个百分点。当前，人形机器人逐步从展示性演示转向实用性落地，产业商业化进程持续提速。（证券之星）

6月新能源车企交付数据放榜，头部品牌与海外市场成为增长主线
7月1日，多家新能源汽车企业陆续公布6月交付或销量数据。比亚迪6月新能源汽车销量403472辆，同比增长5.46%，其中海外销售新能源汽车175349辆，创历史单月新高；零跑汽车6月全球交付93376台，同比增长95%，再创月度新高，上半年累计交付356487台；蔚来6月交付40597台，同比增长62.9%；小鹏汽车6月交付40126辆，二季度累计交付103295辆；鸿蒙智行6月交付50624辆。机构认为，新能源汽车市场在渗透率高位背景下进入结构性分化阶段，海外扩张、智能座舱、域控制器、车载显示和高压电控将继续带动车载PCB、厚铜板、HDI及柔性线路板需求。（界面新闻）

优必选消费级人形机器人订单破万，机器人终端从示范走向商业化
7月1日，据科创板日报等报道，优必选在2026年度全球发布会上推出消费级人形机器人品牌“优世界”及U1系列产品，U1 Lite、U1 Pro和U1 Ultra覆盖11.98万元至99万元价格带，线上线下订单已突破1.3万台，并计划于9月16日开启交付。优必选方面表示，U1系列全渠道订单量已达13361台，订单规模为公司2025年全年B端人形机器人总销量的十倍。与此同时，摩根士丹利此前将2026年中国人形机器人出货量预测上调至5万台。人形机器人从工业示范向家庭陪伴、商业服务等场景扩展，将拉动关节模组控制板、传感器、柔性电路、摄像头模组及高可靠连接器用PCB需求。（科创板日报）

3、 企业
礼鼎半导体向港交所提交上市申请，拟登陆香港主板
7月2日，港交所官网显示，礼鼎半导体科技（深圳）股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中信证券担任独家保荐人。招股书显示，礼鼎半导体是一家以智能制造赋能的IC载板供应商，专注于FCBGA、FCCSP、WBCSP及模组载板的研发、制造及销售；按2025年收入计，公司在中国内地IC载板制造商中排名第三，在FCBGA及FCCSP载板的中国内地制造商中亦排名第三。公司IC载板应用覆盖智能装置、AI及HPC、存储、汽车及机器人、网络通信等领域。上市前，臻鼎通过全资主体及鹏鼎控股合计持股60.75%，为控股股东。此次递表显示高端IC载板企业继续借助资本市场推进AI和HPC相关产能与技术升级。（同花顺财经）

德福科技拟定增募资不超过28亿元投建AI高端电子电路铜箔项目
7月6日，德福科技发布公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后用于“5万吨人工智能高端电子电路AI铜箔项目”及补充流动资金。其中，AI铜箔项目投资总额22.5亿元，拟投入募集资金19.8亿元，由全资子公司琥珀新材实施，达产后将实现年产5万吨高端电子电路铜箔产能。公告显示，项目产品包括FPC用铜箔、RTF、HVLP、载体铜箔等，主要应用于AI服务器、高速交换机、光模块等领域。本次发行尚需经公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册。AI算力相关PCB向低损耗、高速化升级，正在带动HVLP等高端电子铜箔需求扩容。（证券时报）

南亚新材拟7.9亿元投建年产1400万平方米高端覆铜板项目
6月29日晚间，南亚新材发布公告称，公司全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司拟在江西吉安投资建设年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目，项目总投资约7.9亿元，建设周期预计2年。公告显示，项目产品主要面向服务器、汽车安全部件及智能驾驶、AI手机及高端智能终端、智能穿戴等领域，包括中高阶高速材料、高阶HDI材料及中高TG材料等。公司表示，本次项目与此前定增募投项目形成高低搭配、品类互补的协同布局，建成后有助于补齐高端产品产能短板，推动自研新工艺、新产品规模化量产。（新浪财经）

鹏鼎控股拟向台湾及泰国子公司增资约19亿元，加码高端PCB产能
6月30日，鹏鼎控股连发两份增资公告，拟通过全资平台鹏鼎国际分别向中国台湾子公司鹏鼎科技及泰国生产平台泰国鹏鼎实施增资，折合人民币合计约19亿元。公告显示，鹏鼎科技增资资金主要用于日常经营周转，泰国鹏鼎增资资金将用于厂房建设、设备采购与高阶PCB产能落地。泰国鹏鼎为公司东南亚核心制造基地，2023年9月落地，仍处于投产培育期；本次增资完成后，公司将进一步完善中国台湾运营中枢和东南亚高端制造基地布局，匹配AI服务器、高阶HDI、SLP等高端电路板长期需求。（21财经）

沪电股份43亿元AI高端PCB项目预计下半年试产
6月29日，沪电股份发布投资者关系活动记录表，披露公司2024年第四季度规划投资约43亿元的新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目正有序推进，预期将在2026年下半年开始试产并逐步提升产能。公司表示，该项目将进一步扩大高端产品产能，更好满足高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求。同期，公司于6月完成昆山普江仓储设施有限公司100%股权收购，拟将相关厂房用于产能扩建，以快速补充生产载体、缩短产能落地周期。针对高端材料供应瓶颈，公司已提前参与新一代高端基材电性能验证和可靠性测试，并推进关键物料战略安全库存与多元化认证。（沪电股份公司公告）

四方达拟定增募资20亿元投建金刚石钻针产业化项目
6月30日晚间，四方达发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后用于金刚石钻针产业化项目和补充流动资金。公告显示，金刚石钻针是PCB、半导体封装基板等微孔加工环节的关键耗材，主要应用于高端PCB、IC载板、精密电子器件等领域。行业媒体指出，AI服务器、半导体、智能驾驶等高成长赛道正拉动高端PCB及封装基板微孔加工需求，钻针国产化和高端化有望成为上游耗材的重要扩产方向。（证券时报）
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